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코 막의　열이동특성에　 한　연구

A　Study on the Heat Transfer for Resin-Coated Steel 
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 록: 코 도막의　열이동특성에　 해　연구하 다．　소재의　양면　 　단면으로　코 한　후　열 도
도와　방사율을　측정하여　코 도막의　열방출특성을　비교，　분석하 다．

1. 서론 

최근의 자기기의 고성능화는 마이크로 로세스의 고속화, 항기와 콘덴서 등의 자부품의 소형화, 린
트 회로기 의 고 도 등에 의해 실 되어지고 있다. 마이크로 로세스의 고속화는 소비 력의 증 에 의한 
열발생을 수반하고, 더구나 소형화된 자부품과 함께 린트회로기 에 고 도로 인쇄되는 것에 의해 단
체 당 발열량이 높아지고 있다. 이열은  실리콘 칩의 정상동작을 방해하고  자부품의 수명을 단축시키
는 원인으로 작용하고 있다.
이같은 열문제에 응하기 해 각종의 방열 책이 채용되고 있다. 방열 책은 열 도, 류, 열방사의 열
기구을 이용하여 자기기 내부의 고온부에서 최종 으로 외기 온부로 효율 으로 열을 이동시키는 방법
을 용하고 있다.  표 1에 방열 책의 를 들었지만 지 까지의 자기기의 방열 책은 열 도를 이용한 
히트싱크 는 방열핀 등이 있는데 이 방법들은 기기내부에서 열을 확산시키는 정도의 효과밖에 없고, 특히 
용 이 작은 경우는 방열효과가 미약하여 소형화를 지향하는 자기기에 용이 부 하다. 한 냉각팬을 
이용한 류에 의한 냉각방식도 많은 용 을 차지하며 먼지 등이 발생하여 자기기에 향을  수 있다.   
 

2. 본론 

본　연구에서는　 자기기 내부  자기기 표면에서 발생하는 열을 외선 형태의 자 로서 복사에 의
해 방열을 용해, 열 발생원과의 표면부와의 온도 구배를 크게 하여 방열을 효과 으로 구 하는 방법을 
용하 다. 즉 외선의 방사에 의한 방열은 열매체가 없기 때문에 열이동이 신속하여 냉각효과가 빠른 장
을 가지고 있으며 별도의 장치가 필요 없다는 장  한 방사 기구에 의한 열방사가 크게 용되고 있는 이
유 의 하나가 되고 있다.　방사율을　증가시기키　 해　특성화된　표면코 을　실시하여，　이러한　코
도막에　의한　열이동특성의　 향을　 찰하 다．

3. 결론 

양면 코 한 소재 열이동 속도는 단면 코  소재에 비해 훨씬 느린 것으로 나타났다. 이는 코 면이　표면에
서의 방사물질에 의한 열방사 효과에도 불구하고, 열 도도가　낮아　 체 으로 열이동 속도가 어드는 결
과를 래했기 때문이다.
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